NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 61191-4
STAN DAR D Premiére édition

First edition
1998-08

Ensembles de cartes imprimées —

Partie 4:

Spécification intermédiaire «

Exigences relatives a 'assemblage de borne:s
par brasage

U7

Printed board -assemblies —

Part 4:
Sectional specification —
Requirements for terminal soldered assembli

D
(V)]

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61191-4:1998



https://iecnorm.com/api/?name=7bf38cacc38a0ce7d5c63647c0798de3

Numéros des publications

Depuis le ler janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiguent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validité e la présente publication
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES —

Partie 4: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a 'assemblage de bornes par brasage

AVANT-PROPOS

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
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er la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les_don
icité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes-intern
laboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national“intére
raité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non geuverneme

avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement,avec |'Or
htionale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre lessdetix organisati

pcisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans
5sible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les/;€omités nationaux
bprésentés dans chaque comité d’études.

pcuments produits se présentent sous la forme de recommandations, internationales. Ils so
e normes, rapports technigques ou guides et agréés comme tels pardes Comités nationaux.

e but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a ap
transparente, dans toute la mesure possible, les Normes jnternationales de la CEIl dans leu
ales et régionales. Toute divergence entre la norme de“a CEl et la norme nationale ou
pondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette.detniere.

| n'a fixé aucune procédure concernant le marquage.comme indication d’approbation et sa resg
as engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

tion est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale ped
de droits de propriété intellectuelle ou _de droits analogues. La CEIl ne saurait étre te
sable de ne pas avoir identifié de tels droits,de propriété et de ne pas avoir signalé leur existen

e internationale CEl 61191-4 a été établie par le comité d'études 91 de
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de cette norme est.issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
91/135/FDIS 91/147/RVD
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Cette norme doit étre lue conjointement avec la CEIl 61191-1.

Spécification générique — Exigences relatives aux ensembles électriques et électro-
Spécification intermédiaire — Exigences relatives a l'assemblage par brasage pour
Spécification intermédiaire — Exigences relatives a l'assemblage par brasage de

Spécification intermédiaire — Exigences relatives a I'assemblage de bornes par brasage
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 4: Sectional specification —
Requirements for terminal soldered assemblies

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all naffonar_efectrotecnnical committees (TEC Natonal Commitees). The object of the TEC 15_1q promote
internftional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic|fields. To
this ephd and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Thejr preparation is
entrudted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subjedt dealt |with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental atganizatiofs liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Spandardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between| the two
organfzations.

2) The fprmal decisions or agreements of the IEC on technical matters express; as nearly as pogsible, an
interngtional consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has reprg¢sentation
from gll interested National Committees.

3) The dpcuments produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of stapdards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that ser|se.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standprds transparently to the maximum extent possible i) their national and regional stand@rds. Any
diverglence between the IEC Standard and the corresponding ‘national or regional standard shall pe clearly
indicafed in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate itsgapproval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its’standards.

6) Attentjon is drawn to the possibility that some of the\elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held respansible for identifying any or all such patent rights.

Internatfonal Standard IEC 61191-4 haS_been prepared by IEC technical committee 91:|Surface
mountinfg technology.

The tex{ of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

91/135/FDIS 91/147/RVD

Full infdrmation‘on the voting for the approval of this standard can be found in the rgport on
voting indicated in the above table.

I[EC 6119t tonsistsof threfottowmgparts; underthegenerat tittePrinted-board assemblies:

Part 1: Generic specification — Requirements for soldered electrical and electronic assemblies
using surface mount and related assembly technologies

Part 2: Sectional specification — Requirements for surface mount soldered assemblies
Part 3: Sectional specification — Requirements for through-hole mount soldered assemblies
Part 4: Sectional specification — Requirements for terminal soldered assemblies

This standard is to be read in conjunction with IEC 61191-1.
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ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES —

Partie 4: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a 'assemblage de bornes par brasage

1 Geénéralités

1.1 Domaine d'application

Cette nprme donne des exigences relatives a l'assemblage de bornes par brasnge. Les
exigencps de la présente spécification s'appliquent aux ensembles entiérement cqgnstitués
d'aprés |des structures d'interconnexion borne/fil et aux portions d'ensemblestincluant|d'autres
technigyes associées (par exemple montage en surface, montage parhtrous traversants,
montag¢ a puce).

1.2 Classification

La prédente spécification reconnait que les ensembles électriques et électronigyes sont
soumis |a une classification correspondant a l'utilisation  fihale prévue pour l'article. Trois
classes|générales relatives au produit fini ont été établies(afin de refléter les différences au
niveau g@le la productibilité, de la complexité, des exigences de performances fonctionfpelles et
de la fr§quence des vérifications (contrbéle/essai). Il s‘agit de ce qui suit:

Niveau A: Produits électroniques généraux
Niveau B: Produits électroniques spécialisés

~

Niveau C: Produits électroniques a hautes’performances

le prodyit appartient. Le contrat doit-spécifier le niveau prescrit et indique toute exception ou
exigencg supplémentaire concernant les parameétres, le cas échéant. Il convient d'admettre
d'éventdels empietements de matériels entre différents niveaux (voir article 4 de la CEI 61191-1).

C'est a |'utilisateur des ensembles quelrevient la responsabilité de déterminer le niveaIJ auquel

2 Réferences normatives

Les doduments nQrmatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la rg¢férence
qui y egt faite,.Constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CE| 61191.
Au moment déla publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document hormatif
est sujef arévision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEl
61191 qont’invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récerﬁes des
documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEIl et de I'lSO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 61191-1:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 1: Spécification générique —
Exigences relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les techniques de
montage en surface et associées

3 Exigences générales

Les exigences de la CEI 61191-1 constituent une partie obligatoire de la présente spécification.
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PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 4: Sectional specification —
Requirements for terminal soldered assemblies

1 General

1.1 Scope

This standard prescribes requirements for terminal soldered assemblies. The requilements
pertain fo those assemblies that are totally terminal/wire interconnecting structures qr to the
terminal/wire portions of those assemblies that include other related technologies (i.e.|surface
mountinlg, through-hole mounting, chip mounting).

1.2 Classification

This specification recognizes that electrical and electronic{assemblies are subject to
classifigations by intended end-item use. Three general end-product levels haJe been
established to reflect differences in producibility, comfplexity, functional perf¢grmance
requirements, and verification (inspection/test) frequency,These are the following:

Level A] General electronic products

Level B] Dedicated service electronic products

Level C| High-performance electronic products

The us¢r of the assemblies is responsihle” for determining the level to which his |product
belongs} The contract shall specify the level required and indicate any exceptions or aglditional
requirements to the parameters, where_appropriate. It should be recognized that there|may be
overlap$ of equipment between levellwhere appropriate (see clause 4 in IEC 61191-1).

2 Nofmative references

The follpwing normativeydocument contains provisions which, through reference in this text,
constitute provisions ‘of this part of IEC 61191. At the time of publication, the edition indicated
was valld. All norfnative documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this [part of IEC 61191 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent gdition~of the normative document indicated below. Members of IEC and ISO naintain
register$ of currently valid International Standards.

IEC 61191-1:1998, Printed board assemblies — Part 1: Generic specification — Requirements
for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly
technologies

3 General requirements

Require

ments of IEC 61191-1 are a mandatory part of this specification.
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4 Exigences générales relatives au montage de bornes et piéces

Les exigences suivantes sont applicables au montage de piéces pour tous les types
d'ensembles.

4.1 Préparation des fils et cables

Une partie suffisante de couverture d'isolant doit étre dénudée sur le fil ou les sorties pour
respecter les spécifications relatives aux dégagements d'isolation. Les dénudeurs chimiques
doivent étre utilisés uniquement pour le fil plein et ils doivent étre neutralisés ou éliminés avant
le brasage. Lors du dénudement de lisolant, il convient de prendre des précautions afin
d'éviter @emtaifter ou d endommager de quelconque maniere fe (i ou risofant restant. Pour les
ensembjes de niveau A ou B, le nombre de brins entaillés ou rompus dans un seul{i| ne doit
pas dégasser les limites indiquées dans le tableau 1. Pour les fils utilisés & unJpotgntiel de
6 kV ou|plus, ou pour les ensembles de niveau C, aucun brin ne doit étre cassé; le nombre de
brins entaillés doit correspondre au tableau 1. La décoloration de lisolant’ résult@ant d'un

dénudeinent thermique est permise.

Tableau 1 — Limites relatives aux brins entaillés ou cas'sés

Nombre de brins Nombre maximal autorisé de hrins‘entaillés ou cassés

Niveau A et B Niveau C
Moins de 7 0 0
7-15 1 0
16 - 18 2 0
19 - 25 ®) 0
26 — 36 4 0
37 - 40 5 0
41 ou plus 6 0

4.1.1 [Etamage de fil cabié
Les portions de fil cablé a braser doivent étre étamées avant le montage. La bragure doit

pénétref jusqu'aux <brins intérieurs du fil et doit mouiller la portion étamée du fil. Lieffet de
meéche de la brasdre'sous l'isolant doit étre minimisé.

4.2 Inptallation d'une borne

Les exigeree fes—8lans les

paragraphes suivants.

4.2.1 Montage de borne (mécanique)

Les bornes non connectées a un cablage imprimé ou aux plans de masse doivent présenter la
configuration a bride laminée (voir figure 1). Il est permis d'utiliser une pastille de feuille

imprimée comme surface de support pour une bride laminée a condition que la pastille soit
isolée et ne soit pas connectée a un cablage imprimé actif ou a un plan de masse.
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4 General terminal and part mounting requirements
The following requirements are applicable to part mounting in all types of assemblies.

4.1 Wire and cable preparation

Sufficient insulation cover shall be stripped from the wire or leads to provide for insulation
clearances as specified. Chemical stripping agents shall be used for solid wire only and shall
be neutralized or removed prior to soldering. In stripping insulation, care should be taken to
avoid nicking or otherwise damaging the wire or the remaining insulation. For level A or B
assemblies, the number of nicked or broken strands in a single wire shall not exceed the limits
given inNtabte I For Wires USed at a potentiat of © KV Or greater, or for fevef C assgmblies,
there shall be no broken strands. The number of nicked strands shall be in accordance with
table 1. [Insulation discolouration resulting from thermal stripping is permissible.

Table 1 — Nicked or broken strand limits

Number of strands Maximum allowable nicked or broken\strands
Level Aand B Level C
Less than 7 0 0
7-15 1 0
16 — 18 2 0
19 - 25 3 0
26 — 36 4 0
37 - 40 5 0
41 or more 6 0

4.1.1 [rinning of stranded wire
Portiong of stranded wire which-will be soldered shall be tinned prior to mounting. The solder

shall pgnetrate to the inneristrands of the wire and shall wet the tinned portion of the wire.
Wicking| of solder under the“insulation shall be minimized.

4.2 Terminal instatlation

The detailed _reguirements for installation of solder terminals are defined in the fpllowing
paragraphs.

4.2.1 erminal mounting (mechanical)

Terminals not connected to printed wiring or ground planes shall be of the rolled flange
configuration (see figure 1). A printed foil land may be used as a seating surface for a rolled
flange provided that the land is isolated and not connected to active printed wiring or ground
plane.
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L

/

Bride laminée acceptable
sans connexion électrique
IEC_ 1140098

Figure 1 — Borne a bride laminée

Discontinuités du f(t de borne

traitemgnt de la carte imprimée sont susceptibles d'étre emprisonnées. Les craque

déchiru

4.2.3

La bride

mesure

fles sur la circonférence du f(t ne sont en aucune mesure acceptables.

Discontinuités de la bride

la carte| imprimée sont susceptibles d'étre emprisonnées dans le trou de montage.
laminage, la zone laminée doit étre dépourvue de déchirures ou craquelures

circonfé

maximum, a condition qu'elles soient séparées d'au moins 90° et qu'elles ne s'étende
I'intérieyr du tunnel de la borne (voir figure 2).

He la borne ne doit présenter aucune perforation, déchirlre, craquelure qu autre
huité dans la mesure ou les huiles, flux, encres ou autres sSubstances utiliséeq pour le

lures ou

laminée ne doit présenter aucune déchirureyeraquelure ou autre discontinuitéf dans la
ou les huiles, flux, encres ou autres substances liquides utilisées pour le traitement de

\prés le
sur la

rence, mais il est admis qu'elle présente trois déchirures ou craquelures radjales au

Nt pas a

\4 \
Déchirure radiale La déchirure s'étend
(3 max.) a l'intérieur du tunnel
Acceptable Non acceptable
2a 2b

IEC 1143/98

Figure 2 — Discontinuités de la bride laminée
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L

/

Rolled flange acceptable
with no electrical connection
JEC 114208

Figure 1 — Rolled flange terminal

4.2.2 [rerminal shank discontinuities

The shank of the terminal shall not be either perforated, split, cracked, or there shall not be
discontipuity to the extent that oils, flux, inks, or other substances used for procesking the
printed |board can be entrapped. Circumferential cracks or«splits in the shank Jare not
acceptaple regardless of the extent.

4.2.3 Flange discontinuities

The rollpd flange shall not be split, cracked or otherwise discontinuous to the extent that flux,
oils, inkp, or other liquid substances utilized for processing the printed board can be entrapped
within the mounting hole. After rolling, the rolled~area shall be free of circumferential gplits or
cracks, |but may have a maximum of three radial splits or cracks provided that the pplits or
cracks @re separated by at least 90° andcdo not extend into the barrel of the termipal (see
figure 2).

Sptitexterdsmtobarmet———————
Acceptable Not acceptable
2a 2b
IEC 1143/98

Figure 2 — Rolled flange discontinuities
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4.2.4 Montage de bornes (électriques)

Les bornes a bride évasée doivent étre montées dans des trous métallisés sans interface
a condition que le montage soit associé a une pastille ou un plan de masse sur le cété évasé
comme l'indique la figure 3a. Elles ne doivent pas étre évasées sur le matériau de base de
la carte imprimée. Les bornes a épaulement en entonnoir ne doivent pas étre utilisées (voir
figure 3b). Il est permis de monter les bornes dans des trous non métallisés avec un circuit

actif en partie supérieure et une bride laminée sur le c6té arriére de la carte (voir figure 3c).

PastitteTomn

Epaulement IOIatj / fonctionnelle

Trou traversant/

métallisé x Bride évasée

Acceptable
3a
Epaulement
/ d'entonnoir
N
N N
A\ \
/ 7\ \

Non acceptable
3b

\ Bride laminée

Acceptable
3¢

IEC 1144/98

Figure 3 — Bornes a bride évasée
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4.2.4 Terminal mounting (electrical)

Flared flange terminals shall be mounted in non-interfacial plated through-holes provided the
mounting is in conjunction with a land or ground plane on the flared side as shown in figure 3a.
They shall not be flared to the base material of the printed board. Funnel shoulder terminals
shall not be used (see figure 3b). Terminals may be mounted in nonplated through-holes with
active circuitry on the top-side (or primary side) and a rolled flange on the backside of the

board (see figure 3c).

£ 41 !
r'gt NOTTOCTOrTaT

shoulder p / land

7

Flared flange

W

Plated-through /

hole
Acceptable
3a

Funnel

/ shoulder

Not acceptable
3b

2277
2444,

Z

L

~¢—— Board
7

\ Rolled flange

Acceptable
3¢

Conductor

IEC 1144/98

Figure 3 — Flared flange terminals
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4.2.5 Angles de bride

Les brides évasées doivent étre formées selon un angle compris entre 35° et 120° et doivent
s'étendre sur une distance comprise entre 0,4 mm et 1,5 mm au-deld de la surface de la

pastille a condition que les exigences minimales d'espacement électrique soient maintenues
(voir figure 4) et que le diamétre d'ouverture ne dépasse pas le diamétre de la pastille.

2z Y
i @y

N\

D
0,4 mm min. _, )
1,5 mm max. 35°

IEC 1145/98

Figure 4 — Angles d'ouverture

4.2.6 Discontinuités du fat

Apreés l'nstallation, le fat de la borne doit respecter les exigences de 4.2.2.

4.2.7 DPDiscontinuités de la bride évasée

La bridg¢ évasée d'une borne ne doit pas présenter de perforation, déchirure, craquglure ou
autre discontinuité dans la mesure ou les huiles, flux, encres ou autres substances ptilisées
pour le| traitement de la carte imprimée’ sont susceptibles d'étre emprisonnées| Apres
I'évasement, la bride doit étre conforme.a4.2.3.

4.3 Mpntage sur les bornes

Les exigences détaillées relatives au montage de composants et fils sur des bornes ¢lans les
cartes jmprimées, cartessde connexion ou piéces de chéssis sont définies dpns les
paragraphes suivants.

4.3.1 Enroulement.de fils et sorties

Il convignt de-fixer mécaniqguement les sorties et fils sur leurs bornes avant le brgdsage. Il
convien} que)cette fixation mécanique empéche tout mouvement entre les piéces de la
connexipn¥au cours de l'opération de brasage. Les sorties et fils doivent étre enroulés autour
de bornes a tourelte eta sortie droite seton un angte de 180°au minimur et un recouvrement
est permis a condition qu'il existe un espace suffisant au niveau de la tourelle (voir figure 5).

La distance séparant le dernier fil, sur une borne a sortie droite, du sommet doit correspondre
au moins a un diamétre de fil afin de permettre un raccord brasé adéquat. Il convient de fournir
des lignes de liaison adéquates pour permettre la maintenance sur le terrain.

Pour un fil de diamétre inférieur & 0,25 mm, un tour au minimum et trois tours au maximum
doivent étre utilisés. Il existe une exception dans le cas des petites piéces utilisées pour
réaliser la terminaison des fils, lorsqu'une fixation de ce type ne pourrait pas étre utilisable, par
exemple pour les gobelets de connexion, les bornes a fentes et les dispositifs de brasage
rétractables a la chaleur. Les fils et sorties doivent étre en contact avec la borne sur au moins
180° et ne doivent pas étre enroulés les uns sur les autres.
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4.2.5

Flange angles

Flared flanges shall be formed to include an angle of between 35° and 120° and shall extend
between 0,4 mm and 1,5 mm beyond the surface of the land provided minimum electrical
spacing requirements are maintained (see figure 4), and the flare diameter does not exceed
the diameter of the land.

4.2.6

TS ~
e NS
0,4 mm min. ___} //A;;\\\\\\ —’//////;;\\
1,5 mm max. 35°

to

120°

IEC 1145/98

Figure 4 — Flared angles

Shank discontinuities

After ingtallation, the shank of the terminal shall meet thextequirements of 4.2.2.

4.2.7

Flared flange discontinuities

The flared flange of a terminal shall not<‘be perforated, split, cracked, or o

disconti
printed

43 M

huous to the extent that flux, oils, inks or other substances utilized for proces
poard can be entrapped. After flaring) the flange shall conform to 4.2.3.

punting to terminals

The defailed requirements for( mounting of components and wires to terminals ins

printed

4.3.1

poards, terminal boards or chassis members are defined in the following subcla

Wire and lead wrap-around

Leads 4nd wires should be mechanically secured to their terminals before solderin

mechan
solderin
fora m

figure 5).

ical securing should prevent motion between the parts of the connection du
g opetration. Leads and wires shall be wrapped around turret and straight pin t
nimum” of 180° and may overlap provided there is sufficient room on the tu

herwise
Sing the

alled in
Ises.

g. Such
ring the
brminals
ret (see

The last wire on a straight pin terminal shall be at least one wire diameter from the top to allow
for an adequate solder fillet. Adequate service loops should be provided to allow for field

mainten

ance.

For wires with a diameter less than 0,25 mm, a minimum of one turn and a maximum of three
turns shall be used. Exception is made in the case of those small parts used for terminating
wires where such mechanical securing would be impracticable, such as connector solder cups,
slotted terminal posts and heat shrinkable solder devices. Wires and leads shall contact the

post for

at least 180° and shall not be wrapped on each other.
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Fente guide
supérieure

/D\égagement

dlisolation

Fente guide
inférieure

Déaagement
T

4.3.2

o ]
U‘Sl‘ dlisolation
Base

Figure 5 — Enroulement de fils et sorties

IEC 1146/98

Connexion a routage latéral

S'il est fixé mécaniquement conformément a 4.3.1, un enreulement de 90° est acceptal

figure 6
bornes
possible

. Il est admis que les extrémités des sorties et.fils 's'étendent au-dela de la b
a condition que l'espacement électrique minimal soit conservé. Quand
, excepté pour le fil d'alimentation, les fils, doivent étre placés par ordre croig

plus large étant placé en bas.

Le fil ou
['autre 0
au moin

un contact solide avec la base de la barne ou le fil installé précédemment (voir figure 6).

Le nom
mainten
a) aucl

b) Il'esp
soit

c) les 4

la sortie du composant doit étre passé au travers de la fente et enroulé sur
es connexions de la borne (voir figure 6), assurant ainsi un contact positif du
s un coin de la connexion (voir figure 6). Le fil ou la sortie doivent également p

bre de fixations doit étreimité a trois par connexion de borne et elles doiv
ues de fagcon que
n recouvrement d'enroulements et de fils n'apparaisse;

acement entre Jes fils et I'espacement entre les fils et la carte ou la plaquette &
in minimum*cohérent avec I'épaisseur de l'isolation du fil;

nroulements soient disposés selon des rotations alternées (voir figure 6b).

ble (voir
ase des
ela est
sant, le

I'une ou
fil avec
Fésenter

ent étre

| bornes
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Upper guide

’/?sulation

clearance

Lower guide

II . nstiation
clearance @

Figure 5 — Wire and lead wrap around

IEC 1146/98

4.3.2 PBide route connection

If mechgnically secured in accordance with 4.3.1, a 90°{minimum wrap is acceptable (see
figure 6). Lead and wire ends may extend beyond the base of terminals provided the minimum
electricdl spacing is maintained. When practicable, except for bus wire, wires shall be glaced in
ascendihg order with the largest on the bottom.

The wir¢ or component lead shall be dressed through the slot and wrapped to either popt of the
terminal (see figure 6) assuring positive contact of the wire with at least one corner of the post
(see figlire 6). The wire or lead shall also:besin firm contact with the base of the terminfl or the
previously installed wire (see figure 6).

The number of attachments shall lie*limited to three per terminal post and shall be mgintained
so that
a) therg is no overlapping«af\wraps and wires;

b) spaging between wijres; and spacing between the wires and the terminal board or panel is a
minimum consistentwith the thickness of the wire insulation;

c) the Wwraps aredressed in alternate rotations (see figure 6b).
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§
4
Enroulement Enroulement
a fil unique a fils multiples
6a 6b 6¢
Bride de borne
¢ Enroulement a
a90° (min.)
Connexion
de borne
\\ /
\ L/
Sortie ——Pp»
6d

Branche de
la fourche
,@
6e 6f

|—igure 6 — CONMEXIONs a rotutage 1ateral et enrourement sur oorne a rourcne

IEC 1147/98

4.3.3 Connexion a routage sur le haut ou sur le bas

Le fil doit étre enroulé sur la base de la borne ou la connexion pour assurer un contact positif
du fil ou, s'il est fixé mécaniquement conformément a 4.3.1, avec une courbure minimale de
90° (voir figure 7). La sortie du fil doit également étre en contact avec la base de la borne ou le
fil installé précédemment. Quand on doit attacher plusieurs fils, les fils doivent étre insérés en
méme temps mais doivent étre enroulés séparément autour des connexions alternées.

Quand la conception prescrit des fils a routage sur le haut au niveau de bornes a fourche, le fil
doit passer tout droit dans la borne au milieu de la fourche. L'espace au milieu de la fourche
doit étre comblé en courbant le fil en deux ou en utilisant un fil de remplissage séparé, quand
I'espace au milieu de la fourche le permet (voir figures 7c et 7d).
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4
4
Single wire Multiple wire
wrap wrap
6a 6b 6e

Terminal flange

¢ / 90° (min.) wrap

Terminal post

L [ 1 _
A ]
d V
Lead ——Pp»
6d

Tine *
Base/v %
6e 6f

Eigure 6 — Side route connections and wrap on bifurcated terminal

IEC 1147/98

4.3.3 Top and bottom route connection

The wire shall be wrapped on the terminal base or post to assure positive contact of the wire
or, if mechanically secured in accordance with 4.3.1, with a minimum of 90° bend (see
figure 7). The wire lead shall also be in contact with the base of the terminal or the previously
installed wire. When more than one wire shall be attached, they shall be inserted at the same
time, but shall be wrapped separately around alternate posts.

The wire shall feed straight into the terminal between the tines when top routed wires to
bifurcated terminals are required by the design. The space between the tines shall be filled by
having the wire bent double or by using a separate filler wire, where space between the tines
permit (see figures 7c and 7d).
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IEC 1148/98

Eigdre 7 — Connexion de borne a routage sur le haut ou sur le bas

4.3.4 [Chéminements continus

S'il convient de connecter trois bornes ou plus, il est permis de faire passer un fil d'alimen-
tation plein continu de borne a borne (voir figure 8) a condition que
a) les connexions a la premiéere et a la derniere borne respectent les exigences de 4.3.1 ;

b) la portion déroulée du fil de liaison inclue une courbure permettant une relaxation de la
tension de la charge environnementale ;

c) dans le cas de bornes percées ou perforées, le fil soit en contact avec au moins deux
surfaces de contact non adjacentes sur chaque borne intermédiaire (voir figure 8e).
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IEC 1148/98

Figure 7 — Top and bottom route terminal connection

4.3.4 [Continuous runs

If three or more terminals should be connected, a continuous solid bus wire may be run from
terminal to terminal (see figure 8) provided that

a) the connections to the first and last terminal meet the requirements of 4.3.1;

b) a curvature is included in the unwrapped wire portion of the jumper to provide relief of
tension from environmental loading;

c) in the case of pierced or perforated terminals, the wire shall contact at least two
nonadjacent contact surfaces of each intermediate terminal (see figure 8e).
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4.3.6
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8f

Figure 8 — Enroulements de fil a cheminement continu

Boucles de liaison

$ au dégagement d'isolation de 4.3.6.

Acceptable

W

IEC' 11498

IEC 1150/98

de sortie doivent étre disposés dans la position correcte selon une légére bgucle ou
rbure progressive, comme l'indique la figure 9. La courbure doit étre suffisapte pour
e la réparation sur le terrain. Aprés le brasage, les.fils doivent répondre aux ejigences

on acceptable

/ (insuffisant)

Figure 9 — Boucle de liaison pour le cablage de sortie

Dégagement d'isolation

Le dégagement (c) entre I'extrémité de l'isolation du fil et la brasure de la connexion doit étre le

suivant

(voir figure 10):

a) dégagement minimal: il est permis que l'isolation soit en contact avec le joint de brasure

mais pas qu'elle soit recouverte de brasure. Le contour des fils ne doit pas étre masqué au
niveau de la terminaison de l'isolation;

b) dégagement maximal: le dégagement doit étre inférieur au double du diametre du fil, en
comptant l'isolation ou 1,5 mm selon la plus grande des deux valeurs, mais il ne doit pas
permettre la mise en court-circuit entre des conducteurs adjacents.
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4.3.5

Lead wi

in figurd 9. The bend shall be sufficient to allow field repair. ‘After soldering, wires sh

the insu

IEC' 1148,

Figure 8 — Continuous run wire wraps

Service loops
res shall be dressed in the proper position with a slight.loop or gradual bend a

ation clearance requirements of 4.3.6.

) Not acceptable

/ (insufficient)

Acceptable

IEC 1150/98

2

5 shown
all meet

Figure 9 — Service loop for lead wiring

4.3.6 Insulation clearance

The clearance (c) between the end of wire insulation and the solder of the connection shall be
as follows (see figure 10):

a) minimum clearance: the insulation may be in contact with the solder joint but not be
covered by solder. The contour of the wires shall not be obscured at the termination of the

insul

ation;

b) maximum clearance: clearance shall be less than two wire diameters including insulation or
1,5 mm whichever is larger, but shall not permit shorting between adjacent conductors.
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IEC 1151/98

Figure 10 — Distance de dégagement d'isolation,(c)

4.3.7 DPrientation de I'enroulement du fil

Il est pgrmis d'enrouler les fils de sortie dans le sens des aiguilles d'une montre oufdans le
sens inyerse (en fonction de la direction selon laquelle est appliquée la contrainte poténtielle),
mais leg fils doivent suivre la courbure des fils dersortie et ne doivent pas géner I'enroulement
d'autres| fils sur la borne.

4.3.8 Nombre maximal de fixations

Il ne doft pas exister plus de trois fixations sur chaque section d'une tourelle ou d'une|borne a
fourchelet pas plus de trois fixations au total sur I'une des autres bornes, a moins que |a borne
ne soit gongue pour recevoir plygs,de trois fixations.

4.3.9 Relaxation de contrainte

Il conviInt que les sorties de composants et les fils connectés aux bornes comprenrnent une
relaxation de contrainte (voir figure 11). Les composants ne doivent pas étre conngctés de
facon rigide entrendes bornes qui ne peuvent pas étre liées.
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Figure 10 — Insulation clearance measurement (¢)

4.3.7 Prientation of wire wrap
Lead wires may be wrapped clockwise or counterclockwise (consistent with the dirgction of

potentigll stress application), but shall continue the curvature of the dress of the lead wjres and
shall nof interfere with the wrapping of other wires>on the terminal.

4.3.8 Maximum attachments
There ghall be no more than three attachments to any section of a turret or a bifurcated

terminal and no more than a total of three attachments to any other terminal unless the
terminal is desighed to accommaodate more than three attachments.

4.3.9 PBtress relief

Comporjent leads and wites connected to terminals should have stress relief (see figure 11).
Components shall not be'rigidly connected between nonbondable terminals.



https://iecnorm.com/api/?name=7bf38cacc38a0ce7d5c63647c0798de3

- 26 — 61191-4 [0 CEI:1998

11a

3
QO
S

11b

5

11¢

Q9

11d

IEC 1152/98

Figure 11 — Exemples de relaxation de contrainte

4.3.10 PBornes percees ou perforées

Pour le [cAblage*a une seule borne, le ou les fils doivent passer au travers de I'oeil et doivent
étre enrpulés-autour de la borne (voir figure 12). Quand un cheminement continu est Jtilisé, le
fil doit étre;attaché aux bornes d'extrémité (premiére et derniére) de la méme facon que les fils
sont attachés a des bornes uniques. Le fil de liaison doit étre en contact avec au moins deux
surfaces non adjacentes de chaque borne intermédiaire (voir figure 8e).

Pour les conceptions approuvées par l'utilisateur intégrant un raccord ou une liaison de fils, le
ou les fils liés aux bornes percées doivent étre en contact avec au moins deux surfaces
(adjacentes ou non adjacentes) de la borne. L'enroulement du fil doit présenter 1/4 de tour au
minimum et 3/4 de tour au maximum. Il est permis d'étendre les extrémités de sorties et fils
au-dela de la borne sur une distance maximale correspondant a un (1) diameétre de sortie (voir
figures 12d et 12e).
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